
JP 2012-194610 A 2012.10.11

10

(57)【要約】
【課題】コントロール基板につなぐためのＦＰＣケーブ
ルの接合箇所に生じる、厚み段差を緩和できるようにし
た、抵抗膜方式タッチパネルを提供する。
【解決手段】下部、上部電極基板１１ａ、１１ｂを空隙
を介して互いに対向させ、下部、上部透明電極基板１１
ａ、１１ｂ上の薄膜透明電極と電気的に接続されるよう
に薄膜透明電極を介して挟持され、下部、上部透明電極
基板１１ａ、１１ｂと共にＦＰＣケーブルをＡＣＦ５（
異方性導電接着フィルム）を用いて、熱圧着により接合
する。
　上部透明電極基板１１ｂにはカバーフィルム２が貼り
合わされ、ＦＰＣケーブル３の厚さに起因する段差を緩
和するための段差緩和手段（スリット７）が設けられる
。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれの一つの面に導電膜を積層した第１電極基板および第２電極基板を、互いに導
電膜形成面を対向させると共に、これら第１および第２電極基板を空隙を隔てた状態で、
前記第１電極基板および第２電極基板におけるそれぞれの導電膜間に外部に信号を取り出
すための配線部を挟持して、互いに貼り合わせてなる、抵抗膜方式タッチパネルにおいて
、
　前記第１または第２電極基板の外面に貼り合わされたカバーフィルムと、
　前記配線部の厚さに起因する段差を緩和するための段差緩和手段と、を具備することを
特徴とする抵抗膜方式タッチパネル。
【請求項２】
　前記段差緩和手段は、前記配線部を覆う前記第１電極基板または前記第２電極基板に形
成された、段差緩和用スリットである、ことを特徴とする請求項１に記載の抵抗膜方式タ
ッチパネル。
【請求項３】
　前記段差緩和手段は、前記カバーフィルムの裏面において、前記配線部の挟持部位と、
前記配線部の挟持部位以外の部位との段差を緩和するように介装された段差緩和層である
、ことを特徴とする請求項１に記載の抵抗膜方式タッチパネル。
【請求項４】
　前記段差緩和層は、前記第１電極基板および第２電極基板における前記配線部の挟持部
位以外の貼り合わせ部位に介装されている、ことを特徴とする請求項３に記載の抵抗膜方
式タッチパネル。
【請求項５】
　前記段差緩和手段は、前記第１または第２電極基板の外面に、前記カバーフィルムを貼
り合わせるために、前記配線部の挟持部位以外の部位に用いられている粘着剤である、こ
とを特徴とする請求項１－４に記載のうち、いずれか１項に記載の抵抗膜方式タッチパネ
ル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、抵抗膜方式タッチパネルに関し、特に、コントロール基板につなぐためのＦ
ＰＣケーブルの接合箇所に生じる、厚み段差を緩和できるようにした、抵抗膜方式タッチ
パネルに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パーソナルコンピュータ、携帯電話機など、様々な電子機器、情報端末機器の入
力装置としてタッチパネルが広く用いられるようになっている。
　タッチパネルは、パネル表面の所望位置を操作者がペンや指で触れることにより、表示
装置に要求される二次元座標データを入力指示するものであり、特に、それ自体透明な構
造を有するタッチパネルが、広く利用されている。
　このようなタッチパネルのうち、抵抗膜方式タッチパネルは、ＩＴＯ（インジウムと錫
の酸化物との合金）等の透明導電膜をもつ透明電極基板を上下に対向させ、さらに、外部
に信号を取り出すための配線部を挟持した状態で、空隙を介して外枠部分を固定して構成
されるものである。
　上下透明電極基板の一方には電圧が印加され、もう一方の透明電極基板が電位検出の役
割をなす。
　このような上下透明電極基板のうちの上の透明電極基板を押下げることで、上下透明電
極基板が接触した箇所の電位を検出することで押下げ位置を導く。上下の透明電極基板の
それぞれ電極面の外枠部分には導電インクによる印刷配線が施され、上下透明電極基板間
に挟持された配線部を通じ、印刷配線を介して透明電極基板に電位分布を印加し、あるい
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は電位を検出するのである。
【０００３】
　ところで、タッチパネルを用いた電子機器においては、近年はデザイン性も重要視され
ており、様々な試みがなされている。
　例えば、特許文献１では、機器外観、表面の段差のない、いわゆるフラットサーフェス
化の流れからくる、デザインコンセプトが損なわれることに対処している。すなわち特許
文献１では、タッチパネルを筺体の表面に露出する際、筺体とタッチパネルとの段差が出
てしまうことから、フィルム部材を、入力パネルの主面とカバー部材との境界部の段差に
倣うように接着することで、段差を緩和させて、段差に起因するデザイン性の低下を防止
するとしている。
【０００４】
　しかしながら、特許文献１による手法では、段差が完全に解消されるわけではなく、ま
た必要構成部品点数が多くなり、フィルム部材を、操作面である入力パネルの主面上に熱
溶着により接着する工程を行うなど、工程数が多く複雑であり、製造コストの上昇は避け
られない。
【０００５】
　そこで、上述のように、タッチパネルを電子機器筐体に組み込む際の組み付け構造ばか
りでなく、タッチパネル自体の構造からフラットサーフェス化に向けて、鋭意検討、試み
がなされている。
　この場合、抵抗膜方式タッチパネルでは、外部に信号を取り出すための配線部には、厚
さを抑えることができるＦＰＣケーブルを採用し、挟持した状態で、空隙を介して下部お
よび上部電極基板の外枠部分をＡＣＦ（異方性導電接着フィルム）を用いて、熱圧着によ
り接合するようにして、タッチパネル表面にＦＰＣケーブルの厚さの影響が出ないように
している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－２５７４９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、以上のような構造の抵抗膜方式タッチパネルにおいても、ＡＣＦ（異方
性導電接着フィルム）を用いたＦＰＣケーブルの圧着部分は、ＦＰＣケーブル自体の厚み
と、熱圧着時のＦＰＣ部周辺の上部電極フィルムの変形により、他の部分より厚くなって
段差が生じてしまう。
　従って、このような構造のタッチパネル表面に、装飾を施したカバーフィルムを貼り合
わせると、ＦＰＣ部分の平坦性が損なわれることとなる。
　本発明は、以上のような課題を改善するために提案されたものであって、コントロール
基板につなぐためのＦＰＣケーブルの接合箇所に生じる、厚み段差を緩和できるようにし
た構造の、抵抗膜方式タッチパネルを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
 上述した課題を解決するために、請求項１にかかる発明では、それぞれの一つの面に導
電膜を積層した第１電極基板および第２電極基板を、互いに導電膜形成面を対向させると
共に、これら第１および第２電極基板を空隙を隔てた状態で、第１電極基板および第２電
極基板におけるそれぞれの導電膜間に外部に信号を取り出すための配線部を挟持して、互
いに貼り合わせてなる、抵抗膜方式タッチパネルにおいて、第１または第２電極基板の外
面に貼り合わされたカバーフィルムと、配線部の厚さに起因する段差を緩和するための段
差緩和手段と、を具備することを特徴とする。
【０００９】
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　これにより、カバーフィルム表面全体において、配線部の挟持部位のカバーフィルム表
面には、配線部の挟持部位の配線部の厚さに起因する段差の影響が及ぶのを抑制すること
ができ、フラットサーフェス化に向けたタッチパネルを提供することができる。
【００１０】
　また、請求項２にかかる発明では、段差緩和手段は、配線部を覆う第１電極基板または
第２電極基板に形成された、段差緩和用スリットである、ことを特徴とする。
【００１１】
　これにより、配線部の挟持部位のカバーフィルム表面には、配線部の挟持部位の配線部
の厚さに起因する段差の影響が及ぶのを抑制することができる。
【００１２】
　また、請求項３にかかる発明では、段差緩和手段は、カバーフィルムの裏面において、
配線部の挟持部位と、配線部の挟持部位以外の部位との段差を緩和するように介装された
段差緩和層である、ことを特徴とする。
【００１３】
　これにより、段差緩和層が、配線部の挟持部位の配線部の厚さに起因する段差を補うこ
とができ、配線部の挟持部位のカバーフィルム表面には、配線部の挟持部位の配線部の厚
さに起因する段差の影響が及ぶのを抑制することができる。
【００１４】
　また、請求項４にかかる発明では、段差緩和層は、第１電極基板および第２電極基板に
おける配線部の挟持部位以外の貼り合わせ部位に介装されている、ことを特徴とする。
【００１５】
　これにより、カバーフィルム表面全体には、配線部の挟持部位の配線部の厚さに起因す
る段差の影響が及ぶのを抑制することができる。
【００１６】
　さらに請求項５にかかる発明では、段差緩和手段は、第１または第２電極基板の外面に
、カバーフィルムを貼り合わせるために、配線部の挟持部位以外の部位に用いられている
粘着剤である、ことを特徴とする。
【００１７】
　これにより、粘着剤が、配線部の挟持部位以外の部位において、カバーフィルムの厚さ
に倍加され、配線部の厚さに起因する段差による影響がカバーフィルム表面に及ぶのを抑
えることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、カバーフィルム表面全体には、配線部の挟持部位の配線部の厚さに起
因する段差による影響が及ぶのを抑制することができ、フラットサーフェス化に向けたタ
ッチパネルを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明にかかる抵抗膜方式タッチパネルの一実施形態を示す模式的な分解斜視説
明図である。
【図２】図１に示す抵抗膜方式タッチパネルの模式的な平面説明図である。
【図３】図１に示す抵抗膜方式タッチパネルのＡ－Ａ線に沿う、切断断面説明図である。
【図４】本発明の抵抗膜方式タッチパネルで用いられる段差緩和手段の一実施形態を説明
するための模式的な説明図である。
【図５】本発明の抵抗膜方式タッチパネルで用いられる段差緩和手段の別実施形態を説明
するための模式的な説明図である。
【図６】本発明の抵抗膜方式タッチパネルで用いられる段差緩和手段の別実施形態を説明
するための模式的な説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
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　以下、本発明にかかる抵抗膜方式タッチパネルについて、一実施形態を挙げ、添付図に
基づいて、詳細に説明する。
　図１、図２に抵抗膜方式タッチパネル１を示す。
　この抵抗膜方式タッチパネル１は、外観表面がフラット化、すなわちフラットサーフェ
ス化を目指し、図中、タッチパネル本体１１上面に適宜な装飾部Ｄ（模様、文字などの意
匠印刷）を施したカバーフィルム２を貼り合わせて構成されたものである。
　タッチパネル本体１１は、それぞれの一面に導電膜（例えばＩＴＯ（インジウムと錫の
酸化物との合金）等の透明導電膜）を積層した第１電極基板１１ａおよび第２電極基板１
１ｂを具備する。これら第１、第２電極基板１１ａ、１１ｂは、互いに導電膜形成面を対
向させると共に、第１、第２電極基板１１ａ、１１ｂを空隙を隔てた状態で互いに外枠部
１１Ｅを介して粘着剤（後述）により貼り合わせて構成している。
　また、第１、第２電極基板１１ａ、１１ｂの導電膜形成面側には電極部（図示省略）が
配設され、第１、第２電極基板１１ａ、１１ｂにおけるそれぞれの導電膜間に電極部を介
して外部に信号を取り出すための配線部３（以下、ＦＰＣケーブル３）が挟持され、第１
、第２電極基板１１ａ、１１ｂの外枠部１１Ｅに沿って粘着剤４を用いて貼り合わせると
共に、第１、第２電極基板１１ａ、１１ｂの電極部とＦＰＣケーブル３とを、異方性導電
接着フィルム５を用いて熱圧着して接続されている（図３参照）。
【００２１】
　第１、第２電極基板１１ａ、１１ｂは、本実施形態では、それぞれ下部、上部透明電極
基板１１ａ、１１ｂによって構成し、以降、下部、上部透明電極基板１１ａ、１１ｂとし
て説明していく。
【００２２】
　下部透明電極基板１１ａは、例えば方形状のガラス基板にＩＴＯ（インジウムと錫の酸
化物との合金）等の透明導電膜６を成膜して構成されている（図３参照）。
　また、透明導電膜上には、図示は省略するが、銀含有の導電性インク材料や、カーボン
含有の導電性インク材料を用いて印刷によって帯パターン状に形成された薄膜透明電極が
設けられている。
　なお、下部透明電極基板１１ａは、ガラス基板の他に、光透過率が高く、成形精度に優
れ、硬質である樹脂材料が好適である。樹脂材料としては、例えばポリエチレンテレフタ
レート（ＰＥＴ）他、ポリエーテルサルフォン（ＰＥＳ）、ポリエーテルエーテルケトン
（ＰＥＥＫ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリアミド（ＰＡ
）等が挙げられる。
【００２３】
　上部透明電極基板１１ｂは、下部透明電極基板１１ａと同等の面積の樹脂材料（例えば
ポリエチレンテレフタレートＰＥＴ）で構成され、ＩＴＯ（インジウムと錫の酸化物との
合金）等の透明導電膜６を真空蒸着法、スパッタリング法、ＣＶＤ法、印刷法等で成膜し
たもので構成される。
　また、上部透明電極基板１１ｂには、下部透明電極基板１１ａの薄膜透明電極が形成さ
れた上面に対向する下面側に、印刷によって帯パターン状に形成された薄膜透明電極が設
けられている。
【００２４】
　下部、上部透明電極基板１１ａ、１１ｂの外枠部１１Ｅ間に挟持されるＦＰＣケーブル
３は、例えば厚み１２μｍから５０μｍのフィルム状の絶縁体（ベースフィルム）上に、
厚み１２μｍから５０μｍ程度の導電パターンを形成したもので、全体の厚さが略１００
μｍのものを用いている。
　かかるＦＰＣケーブル３を、下部、上部透明電極基板１１ａ、１１ｂ上の薄膜透明電極
と電気的に接続されるように薄膜透明電極を介して挟持して、下部、上部透明電極基板１
１ａ、１１ｂと共に、ＦＰＣケーブル３をＡＣＦ５（異方性導電接着フィルム）を用いて
、熱圧着により接合されている。
【００２５】
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　そして、下部、上部透明電極基板１１ａ、１１ｂと共にＦＰＣケーブル３をＡＣＦ５（
異方性導電接着フィルム）を用いて、熱圧着により接合する際、ＦＰＣケーブル３の挟持
部位をカバーするカバーフィルム２の表面には、ＦＰＣケーブル３の厚さの影響を受けて
段差が生じるため、かかる段差を緩和するための段差緩和手段として、ＦＰＣケーブル３
を挟持する上部透明電極基板１１ｂにはスリット７が設けられている（図４参照）。スリ
ット７は、ＦＰＣケーブル３の幅方向両側部に沿って形成されている。これにより、スリ
ット７により切り離された、ＦＰＣケーブル３上の上部透明電極基板１１ｂの両端部側が
ＦＰＣケーブル３両側面に沿うように、すなわち折れ曲がるように入り込み、ＦＰＣケー
ブル３外側の上部透明電極基板１１ｂとの段差が緩和され、かかるスリット７上にカバー
フィルム２により、緩斜面をもってＦＰＣケーブル３がカバーされるようになっている。
【００２６】
　以上のように、本実施形態の抵抗膜方式タッチパネル１によれば、カバーフィルム２表
面全体において、ＦＰＣケーブル３の挟持部位のカバーフィルム２表面には、ＦＰＣケー
ブル３の挟持部位のＦＰＣケーブル３の厚さに起因する段差の影響が及ぶのを抑制するこ
とができ、フラットサーフェス化に向けたタッチパネル１を提供することができる。
【００２７】
　抵抗膜方式タッチパネル１は、以下のように構成することもできる。
　すなわち、抵抗膜方式タッチパネル１における段差緩和手段としては、図５に示すよう
に、カバーフィルム２裏面に、カバーフィルム２表面におけるＦＰＣケーブル３の挟持部
位と、カバーフィルム２表面におけるＦＰＣケーブル３の挟持部位以外の全体面との段差
を緩和するように介装された段差緩和層８によって実現することができる。
　この場合、ＦＰＣケーブル３、ＦＰＣケーブル３の挟持部位は、ＦＰＣケーブル３によ
って、厚さが厚くなり、段差が生じてしまうので、カバーフィルム２表面におけるＦＰＣ
ケーブル３の挟持部位以外の部位、例えば外枠部１１Ｅに段差緩和層８を介装することで
、全体が段差のない略平坦なフラットサーフェス化に向けた抵抗膜方式タッチパネル１を
提供することができる。
　なお、段差緩和層８は、ＦＰＣケーブル３の挟持部位以外の貼り合わせ箇所である外枠
部１１Ｅに介装することも可能である。
【００２８】
　また、抵抗膜方式タッチパネル１における段差緩和手段としては、以下のように構成す
ることもできる。
　すなわち段差緩和手段は、上部透明電極基板１１ｂの上面に、カバーフィルム２を貼り
合わせるために、ＦＰＣケーブル３の挟持部位他、段差の要因となる部位、すなわち貼り
合わせ箇所である外枠部１１Ｅを除いて用いられている粘着剤４で実現することができる
（図６参照）。粘着剤４によって段差が補われば、全体が段差のない略平坦なフラットサ
ーフェス化に向けた抵抗膜方式タッチパネル１を提供することができる。
【符号の説明】
【００２９】
　１　　抵抗膜方式タッチパネル
　１１　　タッチパネル本体
　１１ａ　　下部透明電極基板
　１１ｂ　　上部透明電極基板
　１１Ｅ　　外枠部
　２　　カバーフィルム
　３　　配線部（ＦＰＣケーブル）
　４　　粘着剤
　５　　ＡＣＦ（異方性導電接着フィルム）
　６　　透明導電膜
　７　　スリット
　８　　段差緩和層
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　Ｄ　　装飾部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】
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